EP 0 523 589 B1

AR TNV
(19)

0 European Patent Office

Office européen des brevets (11) EP 0 523 589 B1
(12) EUROPAISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veroffentlichungstag und Bekanntmachung des (51) Int. c1.5: BO5C 5/02, BO5C 11/10
Hinweises auf die Patenterteilung:
28.05.1997 Patentblatt 1997/22

(21) Anmeldenummer: 92111887.3

(22) Anmeldetag: 13.07.1992

(54) Beriihrungsloses Aufbringen von Klebstoffpunkten
Contactless application of points of glue
Application sans contact de points de colle

(84) Benannte Vertragsstaaten: « Philipp, Gottfried, Dr.
ATBECHDEDKES FRGB GRIT LI LU MC NL W-8150 Holzkirchen (DE)
PTSE » Zschaeck, Michael

W-8000 Miinchen 70 (DE)

(30) Prioritat: 19.07.1991 DE 4124064
(74) Vertreter: Hansen, Bernd, Dr.Dipl.-Chem. et al

(43) Veroffentlichungstag der Anmeldung: Hoffmann, Eitle & Partner

20.01.1993 Patentblatt 1993/03 Patentanwiilte

Postfach 81 04 20

(73) Patentinhaber: Zweckform Biiro-Produkte GmbH 81904 Miinchen (DE)

D-83602 Holzkirchen (DE)

_ (56) Entgegenhaltungen:
(72) Erfinder: CH-A- 437998 DE-A- 2 341 091
» Burmberger, Andreas DE-B- 1 288 070

W-8014 Neubiberg (DE)

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des
europaischen Patents kann jedermann beim Europaischen Patentamt gegen das erteilte européaische Patent Einspruch
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begrinden. Er gilt erst als eingelegt, wenn die
Einspruchsgebuhr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Européisches Patentiibereinkommen).

Printed by Rank Xerox (UK) Business Services
2.14.3/3.4



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 0 523 589 B1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen einer rasterférmigen Klebstoffbeschichtung von Klebstoffpunk-
ten auf ein Substrat und eine zur Durchflihrung dieses Verfahrens geeignete Vorrichtung. Ferner betrifft die Efindung
nach diesem Verfahren herstellbare druckempfindlich klebende Substrate, deren Haftkraft von permanent haftend bis
riickstandsfrei wieder ablésbar einstellbar ist.

Haftklebende, wieder ablésbare Etiketten aus Papier, insbesondere Haftnotizen, haben eine weite Verbreitung
gefunden. Hierbei ist auf der Riickseite des Papiers, ggf. nur auf einem Randbereich, eine Klebstoffschicht aufgebracht.
Die Klebstoffschicht kann aus einzelnen, nicht miteinander verbundenen Klebstoffpunkten gebildet sein, wobei die
Anzahl dieser Klebepunkte z.B. zwischen 10 und 15.000/cm? liegt, was einem Klebemasseauftrag von ca. 1 bis 30
g/m? entspricht. Zur Herstellung solcher Etiketten sind eine Reihe von Verfahren in Gebrauch.

So beschreibt DE-A-33 46 100 die Herstellung von rlickstandsfrei wieder ablésbaren, haftklebrigen Flachengebil-
den mit Hilfe eines Siebdruck- und eines Tiefdruckverfahrens. Beim Rotationssiebdruck, einem fur die Auftragung von
Klebstoffpunkien besonders geeigneten Verfahren, wird in einer einseitig geschlossenen Rundsiebdruckform eine
Druckrakel stationar angeordnet. Der Klebstoff wird in den Schabloneninnenraum zugeflhrt und mittels der Rakel
durch die Perforation der Schablonenwand auf die auBen umlaufende Substratbahn gedrtickt. Hierbei entsteht eine
Auftragung rasterférmiger Klebstoffpunkte entsprechend der Ausbildung der Schablone. Beim Tiefdruckverfahren wird
Klebstoff in napfchenférmige Vertiefungen auf einer Druckwalze eingebracht, der dann auf eine Substratbahn unter
Ausbildung eines rasterférmigen Musters aus einzelnen Klebstoffpunkten tibertragen wird. Bei diesem Verfahren tritt
jedoch der Nachteil auf, daB bei der Verarbeitung von Klebstoffen (insbesondere Dispersionsklebstoffen) die Siebporen
durch aushartenden Klebstoff verstopfen kénnen. Vor allem beim Siebdruck bleiben haufig Reste in der perforierten
Schablone zuriick, die besonders bei Stillstand ausharten. Der gleiche Vorgang findet auch bei langerer Produktions-
zeit an den Randern des Siebs statt. Insbesondere beim Rotationssiebdruck wird zwischen Rakel und Sieb standig
eine gewisse Klebstoffmenge umgewalzt. Dies flhrt zu Lufteinschliissen und Blasenbildung im Klebstoff. Diese Ein-
schlisse kénnen die Klebeigenschaften in ungewinschter Weise verandern.

Siebdruck-, Tiefdruck- und verwandte Verfahren sind bertihrende Verfahren, bei denen Klebstoff tber Trager und
Substrat direkt in Kontakt geraten. Es besteht aber auch die Méglichkeit, die Klebstoffmasse durch ein berlihrungsloses
Verfahren auf das Substrat aufzubringen. Nach dem in der europaischen Patentanmeldung EP-A1-276 557 beschrie-
benen Spriihverfahren zur Herstellung wieder ablésbarer Etiketten wird ein unregelméBiges Muster von Klebstoffpunk-
ten auf der Riickseite eines Papiersubstrats erzeugt. Die technische Durchflihrung dieses Verfahrens ist recht einfach,
jedoch ist es schwierig, Beschichtungen definierter Raster in gleichméaBiger Verteilung aufzubringen. Ferner nimmt die
Klebstoffdichte an den Réndern der bespriihten Zone ab, so daB keine einheitliche Haftkraft (iber die ganze Flache des
Etiketts gewahrleistet ist.

Ein weiteres, berthrungsloses Auftragungsverfahren, mit dem ein regulares Muster von Klebstoffpunkten erzeugt
werden kann, ist in US-A-3 904 038 offenbart. Hierbei wird ein druckempfindlicher Klebstoff in Form eines heige-
schmolzenen Tropfens auf eine wieder abziehbare Unterlage getropft, auf der der Tropfen abkiihlt und leicht anhaftet.
Fur die Lagerung und den Versand kann ein zweites Abziehblatt auf die Oberseite der Tropfen aufgebracht werden. Die
Klebstofftropfen sind vorzugsweise zum permanenten Verkleben von verschiedenen Substraten geeignet. Der hei3e
Klebstoff wird aus Dlsen gepreft, die durch ein Magnetventil periodisch gedffnet und geschlossen werden. Der Durch-
messer der Tropfen betragt typischerweise ca. 6 mm. Dieses Verfahren ist daher flr die Herstellung von druckempfind-
lich haftenden, wieder ablésbaren Substraten praktisch nicht geeignet, da hierfiir die Klebstofftrépfchen als
Mikrokugelchen mit einem Durchmesser von nicht groBer als 300 um ausgebildet sein sollen.

DE-B-11 31 079 beschreibt eine Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoffen auf Papierbahnen. In einem zur Kleb-
stoffzufihrung dienenden Mundsttick ist ein Zellenrad gelagert, das einen intermittierenden Auftrag des Klebstoffs auf
eine Uber eine Gegenwalze laufende Papierbahn erlaubt. Hierdurch wird jeweils nur wenig Klebstoff zugefthrt und es
kommt aufgrund der Anordnung des Zellenrads innerhalb des Mundstiicks zu einer gleichmaBig unterbrochenen Leim-
auftragung.

Nach einem Verfahren zur Aufbringung von Mustern auf Warenbahnen gema CH-A-613 387 werden in ihrem Off-
nen und SchlieBen steuerbare Dusen verwendet, die entweder auf der Warenoberflache aufliegen oder einen Abstand
von hdchstens 2 mm von der Warenoberflache haben. Durch die genaue Festlegung der Lage der Warenoberflache
hinsichtlich der Disen 148t sich die Warenbahn auf einfache Weise mit einem wahlbaren Muster, z.B. durch Aufbrin-
gung von Farbe, versehen, chne daB eine Siebdruckschablone verwendet werden muB.

DE-B-1 288 077 beschreibt ein Verfahren zum punktférmigen Auftragen von Klebstoff u.dgl. auf eine an einer Kleb-
stoff-Austritts6ffnung vorbeigefihrte, unterhalb eine mit Aussparungen versehenen Schablone und mit dieser gleich-
laufend bewegten Materialbahn. Das Verfahren wird nicht berhrungslos durchgefahrt, d.h. die Papierbahn wird
entweder durch die Bahnspannung selbst oder durch eine elastische Andriickrolle oder andere Andriickvorrichtungen
zusammen mit der Auftragefolie an die Rakelkante gedrtickt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Aufbringung von Klebstoffpunkten auf ein Substrat zur
Verfligung zu stellen, das sich ohne groBen technischen Aufwand auf verschiedene Substratspezifikationen, wie unter-
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schiedliches Substratmaterial, anpassen 1aB8t, und sich eine unterschiedliche Haftkraft von permanent haftend bis riick-
standsfrei wiederablésbar, einstellen 1aBt, wobei die bei den bekannten Verfahren auftretenden Nachteile vermieden
werden. Das Verfahren soll insbesondere auf die Herstellung von Etiketten anwendbar sein.

Damit verbunden ist die Aufgabe, eine Vorrichtung zur Verfigung zu stellen, mit der druckempfindlich klebende
Substrate von unterschiedlicher Spezifikation hergestellt werden kénnen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgeman durch das in Anspruch 1 angegebene Verfahren zum berihrungslosen Aui-
bringen von Klebstoffpunkten auf ein Substrat gelést.

Hierbei pret man Klebstoff unter Druck durch feine Diisen, die ggf. in einem Block angeordnet sein kénnen, fihrt
gleichzeitig ein mit Ausnehmungen versehenes Band an den Offnungen der Diisen vorbei, wobei ein periodisches Off-
nen und SchlieBen der Disen erfolgt. Der als kontinuierlicher Faden aus der Dlusenéffnung austretende Klebstoff wird
zu feinen Teilchen zerschnitten, die sich bertihrungslos in Austrittsrichtung weiter bewegen. Unter den Disen bzw. dem
Dusenblock fiihrt man, vorzugsweise im rechten Winkel zu dem mit Ausnehmungen versehenen Band ein Substrat vor-
bei, auf dem die Klebstoffteilchen aufgefangen werden und einen Raster aus Klebstoffpunkten ausbilden.

Es hat sich gezeigt, daB der Abstand der Klebstoffpunkte des rasterférmig beschichteten Substrats und der Basis-
durchmesser der Klebstoffpunkte eine Rolle in der erzielbaren Haftkraft und der riickstandsfreien Ablésbarkeit der Sub-
strate spielen. Nach dem erfindungsgemaBen beriihrungslosen Aufbringungsverfahren lassen sich Basisdurchmesser
und der Abstand der Klebstoffpunkte auf technisch einfache Weise genau steuern.

Die durch das umlaufende, mit Ausnehmungen versehene Band periodisch austretenden Klebstoffteilchen kénnen
sich nach Austritt zu feinen kugelférmigen Klebstofftropfchen ausformen, die nach dem Auftreffen auf dem Papier kalot-
tenférmige Klebstoffpunkte ergeben. Durch geeignete Wahl des Substratvorschubs bzw. des Vorschubs des Bands las-
sen sich auch Klebstoffpunkte in ovaler bzw. ellipsoider Ausbildung erzeugen. Im Gegensatz zu den aus EP-A1-276
557 bekannten Spriihverfahren IaBt sich hierbei ein Raster aus Klebstoffpunkten mit genau definierten Eigenschaften
und Ausdehnungen erreichen.

Es hat sich gezeigt, daB bei einem Druck von 4 bis 120 bar, vorteilhaft 20 bis 90 bar, mit dem der Klebstoff ange-
fordert wird, der Klebstoff in Form feiner Partikel sich von der den Disenéffnungen abgewandten Seite des mit Ausneh-
mungen versehenen Bands abldst und sich kontaktlos in Austrittsrichtung weiterbewegt. Als besonders vorteilhaft hat
sich ein Zufuhrdruck von 60 bis 80 bar erwiesen.

Es kann auch zweckmaBig sein, die den Dlusenéffnungen abgewandte Seite des Bands mit einer klebstoffabwei-
senden Schicht, z.B. aus Teflon, zu versehen, um ein Anhaften des Klebstoffs zu vermeiden.

Als gunstig fur die Bildung von kugelférmigen Klebstoffiropfchen hat sich ein Abstand des Substrats von der Unter-
seite des mit Ausnehmungen versehenen Bands von 0,1 bis 5,0 mm, vorzugsweise 1,0 bis 2 mm erwiesen. Die Form
und Austrittsrichtung der Klebstoffteilchen hangt auch davon ab, in welcher Weise der Klebstoff durch das umlaufende
Band zerteilt wird, wobei bei der Abtrennung auf den Klebstoffaden in Bewegungsrichtung des Bands eine mdglichst
geringe Kraft ausgelbt wird. Hierfar wird vorteilhaft die Kante der Aussparung auf der den Dusenéffnungen zugewand-
ten Seite des Bands so ausgefihrt, daB ein Phasenwinkel zwischen 5 und 17° eingestellt wird, der je nach Viskositat
des Klebstoffs leicht variiert werden kann. Ein besonders glnstiger Winkel ergibt sich zwischen 9 und 12°. Auch die
Vorschubgeschwindigkeit des mit Ausnehmungen versehenen Bands beeinflut die Form der Klebstoffpunkte und liegt
zweckmaBig im Bereich von 50 bis 400 m/min. Die Héhe der Klebstoffpunkte wird auch durch den Druck, mit dem der
Klebstoff dem Dusenblock zugefihrt wird, mit beeinfluBt.

Als Klebstoff zur Verwendung im erfindungsgemaéfBen Verfahren &6t sich jeder bekannte, fir diesen Zweck geeig-
nete Klebstoff einsetzen, z.B. Schmelzklebstoffe, Haftkleber, Dispersionskiebstoffe. Letztere kénnen als waBrige
Dispersion oder in einem organischen Lésungsmittel aufgebracht werden. Geeignet sind Klebstoffe auf Acrylatbasis
dispergiert oder emulgiert, z.B. Methacrylsdureester wie Isoamylacrylat oder N-Butylacrylat. Auch die Verwendung von
Schmelzklebern ist méglich, wobei hierflur die Dlsen oder der Dusenblock und ggf. auch die Zuflihrvorrichtung fur den
Klebstoff heizbar ausgelegt sein muB. Solche Schmelzkieber sind bekannt, wobei sich Formulierungen auf Basis von
Polyolefinen, z.B. Polyethylen, Polyestern aber auch Polyamiden, insbesondere aber deren Copolymere, besonders
bewahren. Diesen Klebstoffen kénnen Haftférderer, z.B. Behensaure etc., zugefligt sein. Die Viskositat des Klebstoffs
sollte im allgemeinen 1.000 bis 70.000 mPas betragen, speziell fir druckempfindliche, wieder ablésbare Etiketten ver-
wendet man zweckmaBig Klebstoff von 10.000 bis 25.000 mPas.

Den Abstand der Rasterpunkte quer und langs zur Richtung, mit der das Substrat unter den Dlsen oder dem
Duasenblock gefiihrt wird, 146t sich vorteilhaft durch zwei Parameter steuern. Es entspricht der Abstand der nebenein-
ander liegenden Klebstoffpunkte quer zum Substrat dem Abstand der Dlusenéffnungen, vorzugsweise im Bereich von
250 bis 1500 um, besonders bevorzugt 250 bis 400 um, wahrend der Abstand der Klebstoffpunkte in Langsrichtung
zweckmaBig durch das Verhaltnis von Vorschubgeschwindigkeit des Substrats zur Vorschubgeschwindigkeit des mit
Ausnehmungen versehenen Bands bestimmbar ist. Sind z.B. beide Geschwindigkeiten gleich und haben die Ausneh-
mungen auf dem Band denselben Abstand wie die Disendéffnungen, so wird ein regelméaBiges Raster erzeugt, bei dem
alle Klebstoffpunkte denselben Abstand voneinander haben.

Eine Veranderung der Geschwindigkeit des mit Ausnehmungen versehenen Bands bewirkt eine Veranderung des
Abstands der Klebstoffpunkte in Vorschubrichtung des Substrats. Von Abstand 0 (durchgehende Raupe) bis zu einem
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beliebig weiten Abstand sind alle Variationen méglich, bevorzugt ist jedoch ein Abstand von 250 bis 1.500 um, beson-
ders bevorzugt 250 bis 350 um. Durch unterschiedlichen Abstand der Haftpunkte in Langs- und Querrichtung kann das
Substrat mit unterschiedlicher Haftkraft und Wiederabldsbarkeit in diesen Richtungen ausgestattet werden.

Ein besonderer Vorteil der Erfindung liegt darin, da3 immer nur die Menge an Klebstoff zugefiihrt wird, die auch
aufgetragen wird. Das beim Siebdruck auftretende Problem der Ruckstande im Sieb, die besonders bei Stillstand aus-
harten, tritt beim berlhrungslosen Beschichtungsverfahren nicht auf. Die Diisenéffnungen werden durch den unter
Druck austretenden Klebstoff freigespiilt und es findet kein Zusetzen nach Produktionsstillstand statt. Ferner kommt es
beim erfindungsgemaen Beschichtungsverfahren auch nicht zum Einschluf3 von Luft oder Blasenbildung im Klebstoff.
Der Klebstoff befindet sich erst unmittelbar vor dem Aufbringen auf den Trager in Kontakt mit der Umwelt. Veranderun-
gen durch sie, vor allem Lufteinschliisse, sind somit ausgeschlossen. Es entféllt die Notwendigkeit, dem Klebstoff ein
schaumverhinderndes Mittel zuzusetzen. Dadurch ist die Druckgeschwindigkeit nicht limitiert und kann vorteilhaft bis
zu 400 m/min, besonders bevorzugt 150 bis 300 m/min, betragen.

In den anliegenden Figuren 1 bis 7 ist eine erfindungsgeméBe Vorrichtung dargestellt.

Fig. 1 zeigt die Gesamtansicht eines Diisenaggregats bestehend aus einem Dusenblock mit umlaufendem, mit
Ausnehmungen versehenen Band.

Fig. 2 gibt den durch die Linie A-B in Fig. 1 angegebenen Schnitt durch den Dusenblock wieder. In die Figur wurden
zwei Schnittebenen gelegt, E-F (Fig. 3) und C-D (Fig. 4).

Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch den Dulsenblock parallel zu den Diisenkammern (Schnitt E-F).

Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch eine Einzeldise quer zur Laufrichtung des mit Ausnehmungen versehenen Bands.
Die Figur verdeutlicht, wie das Band in einer Filhrungsnut an der Dlse vorbeigefahrt wird. Die Fiihrungsnut kann den
Anforderungen entsprechend mit gleitfahigem Material ausgelegt werden.

Fig. 5 ist eine Ansicht des mit Ausnehmungen versehenen Bands von oben. Die langlichen Aussparungen in der
Mitte sind die DurchlaBéffnungen fur den Klebstoff. Die Schnittebenen G-H und I-J ergeben Fig. 6 und Fig. 7.

Fig. 6 zeigt einen Schnitt in Langsrichtung durch das mit Ausnehmungen versehene Band.

Fig. 7 gibt einen Schnitt quer zur Langsrichtung durch das mit Ausnehmungen versehene Band wieder.

Fig. 8 bis 16 zeigen den erzielbaren Klebstoffaufirag unter den Bedingungen der Beispiele 2 bis 10.

Fig. 1 gibt schematisch die wesentlichen Merkmale einer Vorrichtung zur berthrungslosen Aufbringung von Kleb-
stoffpunkten nach dem erfindungsgemaéfen Verfahren wieder. In einem Disenblock 1 sind eine Reihe von miteinander
verbundenen Disenkammern 2 vorgesehen, die nebeneinander in einer Linie angeordnet sind. Der Klebstoff wird Gber
die Zufthreinheiten 3 unter Druck in die Disenkammern gepreBt, Giberschissig zugeflhrter Klebstoff, der nicht durch
die Dusen selbst austritt, kann Uber die Abflhrung 4 in das Klebstoffdepot zurlickgefiihrt werden. Um den Disenblock
herum wird ein mit Ausnehmungen versehenes Band 5 gefuhrt, wobei die Offnungen in einer Linie parallel zur Langs-
achse des Bands eingebracht sind. Eine Fiihrungsvorrichtung (Fihrungsnut) fir das mit Ausnehmungen versehene
Band sorgt dafiir, daB dieses so fest an die Diisendffnungen 7 gepreBt wird, daB zwischen Band und Diisenéffnung
kein Klebstoff austreten kann. Durch eine Bewegungsvorrichtung 6 wird das mit Ausnehmungen versehene Band 5 an
den Dusenéffnungen 7 vorbeigefiihrt, so daB durch das abwechselnde Erscheinen von offenen und verschlossenen
Flachen vor den Disen die Disenausgange gedfinet und Klebstoff austreten kann bzw. geschlossen werden. Zusatz-
lich ist am Diisenaggregat eine Rakelvorrichtung 8 vorgesehen, mit der das mit Ausnehmungen versehene Band von
eventuell anhaftenden Klebstoffresten gesdubert wird. Eine Befeuchtungseinrichtung 9 far das mit Ausnehmungen ver-
sehene Band verhindert zuséatzlich das Absetzen des aus den Disen austretenden Klebstoffs auf dem Band.

Im rechten Winkel zur Bewegungsrichtung des mit Ausnehmungen versehenen Bands wird unterhalb des Disen-
blocks das Substrat vorbeigefiihrt. Der Abstand des Substrats zu dem mit Ausnehmungen versehenen Band betragt
dabei 0,1 bis 5 mm, vorzugsweise 1,0 bis 2 mm, inbesondere z.B. 1 bis 1,2 mm.

Der Abstand zwischen den &uBeren, in Linie angeordneten Dlsenéffnungen entspricht der Gesamtbreite des auf-
gebrachten Klebstoffpunktrasters. Je nach gewlinschter Rasterbreite muB das Spriihaggregat entsprechend ausgelegt
bzw. diesem Klebstoff zugeflhrt sein. Vorteilhaft ist die Halterungsvorrichtung flr das Spriihaggregat so ausgelegt, daB
dieses jederzeit leicht ausgewechselt werden kann. Der Schnitt E-F in Fig. 3 gibt die Verhaltnisse in den Disenkam-
mern 2 in Langsrichtung zum mit Ausnehmungen versehenen Band wieder. Der Durchmesser der Diisenéffnung 7
bestimmt wesentlich den Basisdurchmesser des Klebstoffpunkts auf dem Substrat und kann zweckmaBig im Bereich
von 50 bis 100 um liegen. Durch den Abstand 11 der Dlsenéffnungen voneinander wird auch der Abstand der Raster-
punkte der Klebstoffbeschichtung quer zur Vorschubrichtung des Substrats bestimmt. Er liegt bevorzugt im Bereich von
250 bis 400 um zum Bedrucken wieder ablésbarer Haftetiketten, kann jedoch je nach gewlinschter Produktspezifikation
vergroBert oder verkleinert werden. Die Breite einer Diisenkammer 12 und die Héhe des Disenmunds 13 sind nicht
kritisch und richten sich nach der jeweils vorteilhaftesten Ausfahrungsform.

Ein Schnitt durch eine Disenkammer quer zur Richtung des mit Ausnehmungen versehenen Bands (Fig. 4) gibt
auch einen Schnitt durch die Fuhrungsvorrichtung 14 fir das mit Ausnehmungen versehene Band wieder, wobei diese
als Nut ausgelegte Flhrungsvorrichtung zur Verringerung der Reibung wahrend des Transports des Bands mit einem
gleitfahigen Material, z.B. Teflon, ausgelegt sein kann.

Das mit Ausnehmungen versehene Band 5, das die Diisenaustrittséffnungen abwechselnd &éffnet und wieder ver-
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schlieBt, kann aus einem beliebigen Material gefertigt sein, so lange es die Anforderungen an hohe Flexibilitat, mecha-
nische Belastbarkeit und Bestandigkeit gegentber dem Klebstoff erfillt. Besonders geeignet ist ein flexibles
Metallband. Zur Erhéhung der Stabilitat kann das Band an den Randern, die in die Flhrungsnut greifen, dicker ausge-
legt sein. Die Ausnehmungen 10 auf der LAngsachse des Bands, die beim Vorbeitransport des Bands die Dlsenéffnun-
gen abwechselnd 6&ffnen und schlieBen, weisen zweckmaBig einen etwas gréBeren Durchmesser als die
Duasenéffnungen auf, um ein Anhaften des Klebstoffs unter dem Band zu vermeiden. Als zweckméBig hat sich fur die
Ausnehmungen im Band ein 1,2 bis 2-fach gréBerer Durchmesser als der Durchmesser der Diisenéffnungen erwiesen.
Der Abstand 15 der Ausnehmungen entspricht dabei dem Abstand der Diisenéffnungen. Die Form der Ausnehmungen
auf dem Band kann kreisférmig sein, sie ist jedoch vorzugsweise (siehe Fig. 5) so ausgebildet, daB eine scherenférmig
zulaufende, scharfe Schnittkante 16 entsteht, um eine glatte Abtrennung des Klebstoffadens zu erméglichen. Der Rand
der Ausnehmung auf der der Dusendéffnung zugewandten Seite des Bands weist dabei eine scharfe Kante mit einem
Phasenwinkel 17 von vorteilhaft 5 bis 17° auf. Der optimale Phasenwinkel ist von der Viskositat des verwendeten Kleb-
stoffs abhangig; bei einer Viskositat von 10.000 bis 25.000 mPas erwies sich ein Winkel zwischen 9 und 12° als beson-
ders gunstig. Das Band kann zusatzlich auf der den Dusendffnungen abgewandten Seite noch mit einer
klebstoffabweisenden Schicht, z.B. Teflon, versehen sein.

Nach dem erfindungsgeméaBen Verfahren sind druckempfindlich haftklebende Substrate erhaltlich, deren Haftkraft
je nach Anforderung von permanent haftend bis riickstandsfrei wieder ablésbar und ggf. wieder verklebbar eingestellt
ist. Die Substrate weisen dabei auf einer Oberflache ein Raster von kalottenférmigen Klebepunkten auf, wobei die Haft-
kraft durch den Abstand der Klebstoffpunkte, deren Durchmesser sowie der Flache der Klebstoffbeschichtung im Ver-
gleich zur Gesamtflache des Substrats abhangt. Das erfindungsgemafe Verfahren erlaubt auch eine gleichméasige und
lokalisierte Auftragung der Klebstoffbeschichtung, z.B. flir besonders geformte Substrate.

Als Substrat kann prinzipiell jedes Material verwendet werden, das sich mit einer Haftklebeschicht versehen laft.
Besonders geeignet ist das Verfahren fir Flachengebilde, Blatter oder Folien, die aus Papier, Recyclingpapier, Vliesen,
Geweben und/oder Kunststoff bestehen kénnen, vorausgesetzt, daB an diesen der Klebstoff anhaftet.

Besonders bevorzugt ist die Anwendung des erfindungsgemaBen Verfahrens zur Herstellung von Etiketten, insbe-
sondere von druckempfindlich haftenden und rlickstandsfrei wieder ablésbaren Etiketten. Diese kénnen auch als soge-
nannte Haftnotizen ausgebildet sein. EffindungsgeméBe, wieder ablésbare Etiketten lassen sich riickstandsfrei von
einer Substratunterlage abziehen, wobei es haufig nicht erforderlich ist, die Substratunterlage zur Erleichterung der
Abziehbarkeit mit einer klebstoffabweisenden Siliconschicht zu versehen. Das erfindungsgemaBe Verfahren vereinigt
somit die Vorteile des Siebdruckverfahrens, exakte und einheitliche Beschichtung, mit dem konventionellen Sprihver-
fahren, was vor allem eine rasche und einfache Handhabung erlaubt, ohne deren spezielle Nachteile aufzuweisen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Beispielen erlautert, ohne hierauf beschrénkt zu sein. Der Fachmann
kann im Rahmen der Erfindung geeignete Veranderungen der Parameter vornehmen, um gewinschte Produkispezifi-
kationen einzustellen.

Beispiel 1

Es wurde ein druckempfindlich haftendes, wieder ablésbares Etikett mit einer Haftkraft von 50 N/cm Breite erzeugt.
Es wurde ein Basisdurchmesser der Klebstoffpunkte 100 um und eine Rasterweite von 350 um eingestellt, wobei die
nachfolgenden Vorrichtungs- bzw. Verfahrensparameter beachtet wurden.

Klebstoffbeschichtungsvorrichtung:
Durchmesser der Disendffnungen: 70 um
Abstand der Disenéffnungen: 350 pm.

Abstand der Ausnehmungen auf dem umlaufenden Band: 350 um; das Band weist an der diisenabgewandten
Seite eine Teflonschicht auf.

Das Band besteht aus Metall. Phasenwinkel des Rands der Ausnehmung auf dem Metallband: 10°.

Durchmesser der Ausnehmungen im Metallband: 120 um.

Abstand des Papiersubstrats vom Metallband: 1,1 mm.

Druck, mit dem der Klebstoff in das Dusensystem eingefuhrt wird: 4 x 10%Pa.

Vorschubgeschwindigkeit des Papiersubstrats: entspricht Vorschubgeschwindigkeit des umlaufenden Metallbands
200 m/min.

Kiebstoft:  Dispersionsklebstoff KIWO D185°
Papier: Typ CHAM-Tenero

In den folgenden Beispielen 2 bis 10 sind die jeweiligen Verfahrens- und Vorrichtungsparameter sowie die Kl®eber-
ausbildung der erhaltenen Produkte tabellarisch zusammengefat (Klebstoff: Dispersionsklebstoff KIWO D 185" Vis-
kositat 9000 bis 1200 mPas). Der durch das Dlsensystem unter diesen Bedingungen jeweils in Abhéngigkeit von der
Vorschubgeschwindigkeit erzielbare Auftrag ist in den Figuren 8 bis 16 gezeigt.
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Beispiel 3

EP 0 523 589 B1

Durchmesser der Diisendffnung (um): 100
Viskositat (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Dusenéffnung offen (ms): 0.1000
Dusenéffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (um): 1000.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 333
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 667
Schichtdicke (um): 5
Punkte (m?: | 1,0x108
Durchmesser der Diisendffnung (um): 100
Viskositat (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Dusenéffnung offen (ms): 0.1000
Dusenéffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (um): 2000.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 667
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 1333
Schichtdicke (um): 5
Punkte (m?: | 25x10°
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Beispiel 4

Beispiel 5
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Durchmesser der Diisendffnung (um): 120
Viskositat (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Dusenéffnung offen (ms): 0.1000
Dusenéffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (um): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 500
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 1000
Schichtdicke (um): 6
Punkte (m?: | 44x10°
Durchmesser der Diisendffnung (um): 140
Viskositat (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Dusenéffnung offen (ms): 0.1000
Dusenéffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (um): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 500
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 1000
Schichtdicke (um): 9
Punkte (m?: | 44x10°
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Beispiel 6

Beispiel 7
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Durchmesser der Diisendffnung (um): 160
Viskositat (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Dusenéffnung offen (ms): 0.1000
Dusenéffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (um): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 500
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 1000
Schichtdicke (um): 11
Punkte (m?: | 44x10°
Durchmesser der Diisendffnung (um): 200
Viskositat (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Dusenéffnung offen (ms): 0.1000
Dusenéffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (um): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 500
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 1000
Schichtdicke (um): 17
Punkte (m?: | 44x10°
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Beispiel 8

Beispiel 9
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Durchmesser der Diisendffnung (um): 100
Viskositat (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Dusenéffnung offen (ms): 0.1200
Dusenéffnung verschlossen (ms): 0.1800
Punktabst. quer (um): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 600
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 900
Schichtdicke (um): 5
Punkte (m?: | 44x10°
Durchmesser der Diisendffnung (um): 100
Viskositat (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Dusenéffnung offen (ms): 0.1500
Dusenéffnung verschlossen (ms): 0.1500
Punktabst. quer (um): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 750
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 750
Schichtdicke (um): 7
Punkte (m?: | 44x10°
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Beispiel 10
Durchmesser der Diisendffnung (um): 100
Viskositat (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Dusenéffnung offen (ms): 0.1800
Dusenéffnung verschlossen (ms): 0.1200
Punktabst. quer (um): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 900
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 600
Schichtdicke (um): 8
Punkte (m3): | 44x10°

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Aufbringen von Klebstoffpunkten in rasterférmiger Konfiguration unter Verwendung von Dlsen bzw.

eines Duisenblocks, dem der Klebstoff unter Druck zugefiihrt wird, auf ein hierunter gefiihrtes Substrat, insbeson-
dere Papier, wobei die Offnungen der Diisen in vorgegebenen Zeitintervallen unter Klebstoffaustritt gesfinet und
hiernach geschlossen werden, dadurch gekennzeichnet, daf3 ein mit Ausnehmungen versehenes Band parallel zur
Linie, auf der die Dusensffnungen liegen, tber die Offnungen der in einer Reihe angeordneten Duisen gefiihrt wird,
und daB ein periodischer Austritt von Klebstoffteilchen auf die Substratbahn erfolgt, wobei eine Bewegungsvorrich-
tung das Substrat in einem Abstand unterhalb des Bandes vorbeifiihrt.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da man den Basisdurchmesser eines Klebststoffpunkts auf
50 bis 120 um durch den Durchmesser der Diisenéffnungen, den Substratvorschub und den beaufschlagten Druck
des Klebstoffs einstellt.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man den Abstand des Rasters der Klebstoffpunkte quer
zur Langsrichtung des Substrats auf 250 bis 1.500 um und/oder den Abstand der Klebstoffpunkte in Langsrichtung,
vorzugsweise auf 250 bis 1.500 um und gegebenenfalls unterschiedlich in LaAngs- und Querrichtung, einstellt.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf8 man als
Klebstoff Schmelzkleber, Haftkleber oder Dispersionsklebstoffe aus waBrigen oder organischen Systemen ver-
wendet.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, da man einen
Klebstoff mit einer Viskositat beim Austritt aus der Duse, ggf. nach Erwarmen, von 1.000 bis 70.000 mPas, vor-
zugsweise 10.000 bis 25.000 mPas verwendet.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, da man den
Klebstoff mit einem Druck von 4 bis 120 bar, vorzugsweise 60 bis 80 bar, in die Disen oder den Dusenblock ein-
fahrt.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, da man den
Substratvorschub und/oder den Vorschub des mit Ausnehmungen versehenen Bandes auf 50 bis 400 m/min, vor-
zugsweise 150 bis 300 m/min, einstellt.

Vorrichtung zum berthrungslosen Aufbringen von Klebstoffpunkten auf ein Substrat, das die Merkmale aufweist:
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- Ddasen (2),

- ein umlaufendes, mit Ausnehmungen (10) versehenes Band (5), bei dem die Ausnehmungen (10) vorzugs-
weise in Linien parallel zur LAngsachse des Bandes (5) eingebracht sind;

- eine Fahrungsvorrichtung (14), die das Band (5) so an die Diisenéffnungen (7) preBt, daB zwischen Band (5)
und Dusenéffnung (7) kein Klebstoff durchtreten kann;

- eine Bewegungsvorrichtung (6), die das mit Ausnehmungen (10) versehene Band (5) entlang seiner L&ngs-
achse vorbeifiihrt, wobei durch das abwechselnde Erscheinen von offenen und verschlossenen Flachen vor
den Dulsen (2) die Disenausgange (7) gedffnet bzw. geschlossen werden;

- eine Bewegungsvorrichtung (6), die ein Substrat unterhalb des mit Ausnehmungen (10) versehenen Bandes
(5) vorbeifahrt;

- eine Zufdhreinheit (3), die den Klebstoff in die Disenkammern preft,
dadurch gekennzeichnet, daB
- eine Reihe von Diisen (2), die gegebenenfalls in einem Block (1) angeordnet sind, vorgesehen sind,

- die Bewegungsvorrichtung das mit Ausnehmungen (10) versehene Band (5) parallel zur Linie, auf der die
Duasenéffnungen (7) liegen, vorbeifahrt; und

- die Bewegungsvorrichtung das Substrat in einem Abstand unterhalb des Bandes (5), vorzugsweise im rechten
Winkel zu dessen Langsachse vorbeifiihrt.

Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB3 die Disen oder der Diisenblock und ggf. die Zufthr-
einheit flr den Klebstoff heizbar ausgelegt sind.

Vorrichtung nach Anspruch 8 und 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Durchmesser der Dlsenéffnungen 50 bis
100 um und der Abstand der Diisenéffnungen 250 bis 1.500 um betragt.

Vorrichtung nach Anspruch 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daf3 der Durchmesser der Ausnehmungen auf dem
Band 1,2 bis 2-fach so grof3 wie der Durchmesser der Disenéffnungen ist und der Abstand der Ausnehmungen auf
dem Band dem Abstand der Disenéffnungen entspricht.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das mit
Ausnehmungen versehene Band aus Metall besteht.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB auf dem
mit Ausnehmungen versehenen Band auf der diisenabgewandten Seite eine klebstoffabweisende Schicht aufge-
bracht ist.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Rander
der Ausnehmungen auf der den Diisenéffnungen zugewandten Seite des Bands als scherenférmig zulaufende
scharfe Kanten mit einem Phasenwinkel von 5 bis 17° ausgebildet sind.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, bei der zuséatzlich eine Rakelvorrichtung
(8) vorgesehen ist, mit der das mit Ausnehmungen versehene Band von anhaftendem Klebstoff gesaubert wird.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, bei der zusétzlich eine Befeuchtungsein-
richtung (9) fiir das mit Ausnehmungen versehene Band vorgesehen ist, wodurch ein Absetzen des aus den Disen
austretenden Klebstoffs auf dem Band verhindert wird.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf der

Abstand des Substrats vom mit Ausnehmungen versehenen Band 0,1 bis 5,0 mm, vorzugsweise 1,0 bis 2 mm,
betragt.
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Claims

1. Process for applying adhesive dots in grid-like configuration using nozzles or a nozzle block, to which the adhesive
is supplied under pressure, to a substrate, in particular paper, guided underneath, wherein the openings of the noz-
zles are opened and then closed in preset time intervals while adhesive emerges, characterised in that a belt pro-
vided with recesses is guided parallel to the line on which the nozzle openings lie, over the openings of the nozzles
arranged in a row, and in that periodic emergence of adhesive particles onto the substrate web takes place,
wherein a movement device guides the substrate at a distance below the belt.

2. Process according to claim 1, characterised in that the base diameter of an adhesive dot is set at 50 to 120 um by
the diameter of the nozzle openings, the substrate feed and the exerted pressure of the adhesive.

3. Process according to claim 1, characterised in that the distance between the grid of the adhesive dots transversely
to the longitudinal direction of the substrate is set at 250 to 1,500 um and/or the distance between the adhesive
dots in the longitudinal direction, preferably at 250 to 1,500 um, and optionally differently in the longitudinal and
transverse direction.

4. Process according to one or more of the preceding claims, characterised in that melt adhesives, pressure-sensitive
adhesives or dispersion adhesives in aqueous or organic systems are used as adhesive.

5. Process according to one or more of the preceding claims, characterised in that an adhesive having a viscosity
when emerging from the nozzle, optionally after heating, of 1,000 to 70,000 mPas, preferably 10,000 to 25,000
mPas, is used.

6. Process according to one or more of the preceding claims, characterised in that the adhesive is introduced into the
nozzles or the nozzle block at a pressure of 4 to 120 bar, preferably 60 to 80 bar.

7. Process according to one or more of the preceding claims, characterised in that the substrate feed and/or the feed
of the belt provided with recesses is set at 50 to 400 metres/minute, preferably 150 to 300 metres/minute.

8. Device for contact-free application of adhesive dots to a substrate having the features:
- nozzles (2),

- arevolving belt (5) provided with recesses (10), in which the recesses (10) are preferably introduced in lines
parallel to the longitudinal axis of the belt (5);

- a guide device (14), which presses the belt (5) against the nozzle openings (7) such that adhesive cannot
escape between belt (5) and nozzle opening (7);

- a movement device (6), which guides the belt (5) provided with recesses (10) along its longitudinal axis,
wherein the nozzle outlets (7) are opened or closed due to the alternating appearance of open and closed sur-
faces in front of the nozzles (2);

- amovement device (6) which guides a substrate below the belt (5) provided with recesses (10);

- asupply unit (3) which presses the adhesive into the nozzle chambers,

characterised in that

- arow of nozzles (2), which are optionally arranged in a block (1), are provided,

- the movement device guides the belt (5) provided with recesses (10) parallel to the line on which the nozzle
openings (7) lie; and

- the movement device guides the substrate at a distance below the belt (5), preferably at a right angle to its lon-
gitudinal axis.

9. Device according to claim 8, characterised in that the nozzles or the nozzle block and optionally the supply unit for
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the adhesive are designed to be heatable.

Device according to claim 8 and 9, characterised in that the diameter of the nozzle openings is 50 to 100 um and
the distance between the nozzle openings is 250 to 1,500 um.

Device according to claim 8 to 10, characterised in that the diameter of the recesses on the belt is 1.2 to 2 times as
large as the diameter of the nozzle openings, and the distance between the recesses on the belt corresponds to
the distance between the nozzle openings.

Device according to one or more of the preceding claims, characterised in that the belt provided with recesses con-
sists of metal.

Device according to one or more of the preceding claims, characterised in that an adhesive-repellent layer is
applied to the belt provided with recesses on the side facing away from the nozzles.

Device according to one or more of the preceding claims, characterised in that the edges of the recesses on the
side of the belt facing the nozzle openings are designed as scissor-like tapering, sharp edges having a phase angle
of 5to 17°.

Device according to one or more of the preceding claims, in which a doctor blade device (8) is additionally provided,
by means of which the belt provided with recesses is cleared of adhering adhesive.

Device according to one or more of the preceding claims, in which a moistening device (9) is additionally provided
for the belt provided with recesses, as a result of which deposition of the adhesive emerging from the nozzles on
the belt is prevented.

Device according to one or more of the preceding claims, characterised in that the distance between the substrate
and the belt provided with recesses is 0.1 to 5.0 mm, preferably 1.0 to 2 mm.

Revendications

Procédé destiné a appliquer sur un substrat, notamment du papier, des points de col le selon une configuration de
trame, en utilisant des buses, voire un bloc de buses, le substrat étant guidé ci-dessous, auxquelles la colle est
amenée sous pression, les orifices des buses étant ouverts en laissant sortir de la colle, puis & nouveau refermés,
ceci s'effectuant selon des intervalles de temps prédéterminés, caractérisé en ce qu'une bande pourvue d'évide-
ments est guidée en déplacement parallélement & la ligne sur laquelle se situent les orifices des buses, et pardes-
sus les orifices des buses disposés sur une rangée, et en ce qu'il se produit une sortie périodique de particules de
colle sur le substrat en nappe, un dispositif de déplacement déplacant le substrat & une distance sous la bande.

Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que I'on régle le diamétre de base d'un point de colle a une
valeur de 50 & 120 um, par le diamétre des orifices de buses, I'avance du substrat et la pression d'alimentation de
la colle.

Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que I'on régle I'espacement de trame des points de colle,
transversalement 4 la direction longitudinale du substrat, & une valeur de 250 a 1.500 um et/ou I'espacement des
points de colle dans la direction longitudinale, de préférence a 250 & 1.500 um, et le cas échéant, de maniére dif-
férente dans la direction longitudinale et la direction transversale.

Procédé selon I'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'en guise de colle on utilise
une colle fusible, une colle auto-adhésive ou des colles a dispersion de systémes aqueux ou organiques.

Procédé selon I'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que I'on utilise une colle pré-
sentant une viscosité a la sortie de la buse, le cas échéant aprés chauffage, de 1.000 a 70.000 mPa.s, de préfé-
rence de 10.000 & 25.000 mPa.s.

Procédé selon I'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que I'on introduit la colle dans
la buse ou le bloc de buses, avec une pression de 4 a 120 bar, de préférence de 60 a 80 bar.

Procédé selon I'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que I'on régle I'avance du
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substrat et/ou I'avance de la bande pourvue d'évidements, a une valeur de 50 & 400 m/min, de préférence de 150
a 300 m/min.

Dispositif destiné a appliquer sans contact, des points de colle sur un substrat, comportant les éléments suivants:

- desbuses (2),

- une bande (5) en révolution, comportant des évidements (10), ces évidements (10) étant de préférence réali-
sés selon des lignes parallélement a I'axe longitudinal de la bande (5),

- undispositif de guidage (14) qui applique la bande (5) contre les orifices de buses (7), de fagon a ce que de la
colle ne puisse pas passer entre la bande (5) et l'orifice de buse (7),

- un dispositif de déplacement (6), qui fait avancer la bande (5) pourvue d'évidements (10), le long de son axe
longitudinal, I'apparition alternée de surfaces ouvertes et fermées devant les buses (2), conduisant a I'ouver-
ture et a la fermeture des orifices de buses (7),

- undispositif de déplacement (6) qui fait avancer un substrat sous la bande (5) pourvue d'évidements (10),

- une unité d'alimentation (3), qui envoie la colle sous pression dans les chambres de buses,

caractérisé

- ence que sont prévues une rangées de buses (2), qui le cas échéant, sont disposées dans un bloc (1),

- ence que le dispositif de déplacement fait avancer la bande (5) pourvue d'évidements (10), parallélement a la
ligne sur laquelle se situent les orifices de buses (7), et

- ence que le dispositif de déplacement fait avancer le substrat & une distance sous la bande (5), de préférence
perpendiculairement par rapport a I'axe longitudinal de celle-ci.

Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que les buses ou le bloc de buses, et le cas échéant l'unité
d'alimentation pour la colle, sont congus de maniére a pouvoir étre chauffés.

Dispositif selon les revendications 8 et 9, caractérisé en ce que le diamétre des orifices de buses a une valeur de
50 a 100 um, et la distance entre les orifices de buses une valeur de 250 & 1.500 um.

Dispositif selon les revendications 8 & 10, caractérisé en ce que le diamétre des évidements sur la bande est 1,2
a 2 fois plus grand que le diamétre des orifices de buses, et I'espacement des évidements sur la bande correspond
a I'espacement des orifices de buses.

Dispositif selon I'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que la bande pourvue d'évi-
dements est réalisée en métal.

Dispositif selon I'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que sur la bande pourvue
des évidements, sur le c6té opposé a celui dirigé vers les buses, est rapportée une couche repoussant la colle.

Dispositif selon I'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que les bords des évide-
ments, sur le c6té de la bande dirigé vers les orifices de buses, sont réalisés sous forme d'arétes vives de cisaille-
ment se terminant en format un angle de phase de 5 a 17°.

Dispositif selon I'une ou plusieurs des revendications précédentes, dans lequel est prévu en supplément, un dis-
positif de racle (8) a I'aide duquel la bande pourvue d'évidements, est nettoyée et débarrassée de la colle qui y
adhére.

Dispositif selon I'une ou plusieurs des revendications précédentes, dans lequel est prévu en supplément un dispo-
sitif d’humidification (9) pour la bande pourvue d'évidements, ce qui permet d'empécher un dép6t de la colle sortant
des buses, sur la bande.

Dispositif selon I'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que la distance du substrat
a la bande pourvue d'évidements, présente une valeur de 0,1 & 5,0 mm, de préférence de 1.0 a2 mm.
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